Herstellen von Platinen

Verfasser : Li Wang
Betreuer: Kathleen Jerchel
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Gliederung

*. Begriffskiarung und Eigenschait der
Platine

. Moglichkelten der Platinen zu herstellen
= Ablauf des Atzprozesses
*. Anmerkung
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Begrifiivon Platine]1]

«. Eine Platine (auch Lelterplatte, Leiterkarte)
ISt eln Trager aus isolierendem Material
mit fest haftenden, leitenden
\erpindungen. Sie dient der
mechanischen Befestigung und
elektrischen Verbindung elektronischer
Bautelle.

2008-6-6 ProjektLabor 3



Eigenschart

*.[Die geatzte Platine Ist zuverlassiger als
gelochte Platine

& Kann man kleiner herstellen als
Lochrasterplatine

® Ausgangssignal einer geatzten Platine ist
besser als Lochrasterplatine
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Moglichkelten Platinen herzustellen

*. Erasen

. Additiv-\/erfahren

. Subtraktiv -Verfahren (95% angewandt)[2]
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Additiv-\/erfahren

. Kupfer direkt auf das Basismaterial
aufibauen.

o« [_elterplatte ehne Kupfer erst bohren, dann
Kupfer aufwachsen
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Subtraktiv -VVerfahren

w. Verfahren ftr Projektiabor

= Das kupferpbeschichtete Basismaterial wird
durch Atzen strukturiert
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Ablauf des Atzprozesses|3]

. Ausdrucken des Layouts

& Belichtung der Platine

= Entwicklung des Photolacks
= Atzen

&. Nachbearbeltung

& Aufraumen
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Ausdrucken des Layouts

—_—
*: Druckeinstellungen
EAGLE: __ ==
. . _ (e
= [Op- Layer muss Immer l
gespiegelt werden Elr
= Skalierungsfaktor = 1 M

s Seltenlimit =0
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Belichtung der Platine

O

. Druckseite der Vorlage muss auf Fotoschicht der
Platine liegen

. Schutziolie bel gedampftem Licht entfernen
. Platine und Layout richtig ausrichten
. Belichtungszeit ca. 3 Minuten

G

L

L,
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Belichtungsgerat (L) unad
Belichtungsrahmen (R) (4]
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EntwickiUng des Photolacks

« Ansetzen des Entwicklers
= 1 el Entwicklerkonzentrat + 12 Teil \Wasser.
= Nicht tber [angere Zeit haltbar

&, Entwickeln
= Entwicklungszeit ca. 20-30 Sekunden
= Leiterbahnen mussen deutlich erkennbar sein
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Atzmittel

eUnterschiedliche

Atzsauren[5]:

Natriumpersulfat - *Eisen-II1-Chlorid(40-

Na2§208 | 50°C)
1.000 g

Sodium persulphate

pesulfa 8 soaum | Natriumpersulfat(40-50

Parsulfato & Ldi'rn

Fli h. Flnj .,;, |L q_ ) Sl " OC)
.I--'.|;'rJ y
i by,

L ru:llu Iln k] N
|11-n1'r'h|1ll (18]

Sy sKupfer-1I-Chlorid(50 °C)

|
O Warnaar varw ﬂ'":‘ﬂn

li!l ﬁ 1|:||:||] DDHMJ Eloktronik GmbH - phailet

lm Labor:

eNatriumperoxodisulfat(7
0 °C)
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Atzen

*. Helzung eimschalten (maximal 40 Grad)
& Luftzutuhr vorne am Tisch aufdrehen

& Atzzeit: ca. 15 Minuten bis 30 Minuten je
nach Atzbadgualitat
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Nachhearheltung

i+ Restlichen Photopesitiv -LLack entfernen
= Erneut belichten (ehne Folie)
= Entwickeln
= Absplilen

& |Lotlack auftragen
= anschlieRend 24h trocknen

= Bohren
= 0.8 —1,3mm Locher
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Aufraumen

. alle' Gerate albschalten

& FlUssigkelt und Mull entsergen
i+ apwaschen und spulen

. alle zurtck an seinen Platz
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Anmerkung

. Saueren sind gefanrlich

& Hilfsmittel benutzen (Zangen)
=2 Augen schutzen (Brille)

# Kleldung schutzen 4]
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Quellen

«. 1] http://de.
Wikipedia.org/wiki/Lelterplatie#Entwurf

abrut: 21.05.08

= 2] van der Windt, LL.J.
Semiadditivverfanren und ihre Anwendung
iIn der Praxis VVDI-Berichte Nr: 387,1980
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Quelle

*.[3] NUtzliche Infermationen vom
17.04.2008

= [4]http://www.amateurfunkbasteln.de/platin
e/platine.html- Abruf: am 27.05.2008

&S] http:// Www.tu-
cottbus.de/mst/mstLehre/Dokumente/UE-
Lelterpl-F.pdf Abruf: am 24.05.2008
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Vielen Danke fur eure
Aufmerksamkeit
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